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Messen mit Dehnungsmessstreifen w� hrend des Trennvorganges

Unbest� ckte Leiterplatten werden mit DMS beklebt und f� r den Messvorgang 
verdrahtet.

Als Messstellen werden die f� r die SMD-Best� ckung vorgesehenen Zonen in 
der N� he der Belastungsorte (Trennbereich) gew� hlt. Die Anordnung richtet 
sich nach Best� cklage der kritischen Bauteile.

W� hrend des Trennvorgangs erfolgt eine Messung, die mittels Oszilloskop
aufgezeichnet und hinsichtlich der maximalen Dehnung/Stauchung der 
Leiterplattenoberfl� che ausgewertet wird.

Die Einheit der Dehnung ist Meter pro Meter und wird in Mikrometer pro 
Meter (µm/m) oder nach „Wegk� rzen der Einheit“ in 1part per million (ppm) 
angegeben

Quelle: Untersuchungsbericht Fraunhofer ISIT / ENH



� � � � � ��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � �� 
 � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � 	 
 � � �

� 	�
 � � � 
 � �� � � � � �
 �� � � � � � �� � � � � � � �� � �� �� � ��� � �� � � � � �� � � �


 � �� � � �  � �! �" # $�
 � �� � � �  � �! �" # $�
 � �� � � �  � �! �" # $�
 � �� � � �  � �! �" # $�

Messbeispiel Trennung mit Linearmesser / Rollenmesser

Die Dehnungsverl� ufe sind in 
Abbildung 8 und 9. dargestellt

Quelle: Untersuchungsbericht Fraunhofer ISIT / ENH
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Dehnung bei Trennung mit Rollen-Linearmesser

Abbildung 8. Dehnungsverlauf 2. Schnitt

Abbildung 9. Dehnungsverlauf 3. Schnitt 

Quelle: Untersuchungsbericht Fraunhofer ISIT / ENH
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Auswertung Trennen mit Rollen - Linearmesser

Das heranfahrende Messer bewirkt eine leichte Stauchung auf der Messerseite aufgrund der 

Keilwirkung des Messers und eine (Zug)-Dehnung auf der noch nicht getrennten Schienenseite 

(nicht gemessen). Daraus folgt nicht unbedingt eine Verbiegung der Leiterplatte, sondern eine 

Verschiebung innerhalb des Schichtaufbaus. Im Moment des Schneidens wird die Oberseite 

der Leiterplatte entlastet und auf der Unterseite ein Druck aufgebaut, weil der noch nicht 

getrennte Teil der Leiterplatte gegen den durch das Messer aufgeweiteten Schnitt dr� ckt. Das 

weiterfahrende Messer teilt den Rest der Leiterplatte weiterhin keilf� rmig ein, was bei der jetzt 

entlasteten Schnittkante zu einer Stauchung von Ober- und Unterseite f� hrt. Dabei k� nnen die 

entstehenden Dehnungsamplituden auf der R� ckseite gr� ûer als auf der Messerseite 

angenommen werden, da nun die keilf� rmige Schiene in den entstandenen Spalt dr� ckt. Die 

einseitig angeschr� gte Messerseite sorgt durch das weggedr� ngte Leiterplattenmaterial f� r 

gr� ûere Dehnungsamplituden bis deutlich � ber 1500 ppm (siehe rote Kurven in Abb. 8 und 9).

Fazit: Ungeeignet f� r kritische Best� ckung.

Quelle: Untersuchungsbericht Fraunhofer ISIT / ENH
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Vergleichsmessungen verschiedener Trennmethoden an gleicher Leiterplatte

LP-Dicke 1,6 mm

VCUT 30°, 0,5 mm Restdicke f� r:
- Linear - Linearmesser
- Rolle – Linearmesser

Reststeg 2,4 mm f� r:
- Fr� sen

DMS-Platzierung
quer und l� ngs 
3 mm vom LP-Rand
bei allen Messungen

Messergebnisse in Abbildung 1
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Wenn eine zul� ssige Dehnung von 500 ppm angesetzt wird, wurde dieser Wert bei den untersuchten 
Verfahren :

Schneidmesser/Schneidmesser (alle Trennungen in einem Arbeitsgang) unterschritten

Fr� sen  (Nutzenplatte im Fr� sadapter fixiert mit Niederhalter) unterschritten

Linearmesser / Linearmesser leicht � berschritten

Rollenmesser / Linearmesser � berschritten

Hakentrenner � berschritten

Als stressfreie Trennmethoden f� r Nutzenplatten mit kritischer Best� ckung bis in den Randbereich, wird 
von EN Hersfeld das Fr� sen sowie Trennen mit Schneidmessern im Gesamtschnitt eingesetzt.

Je nach Layout wird in Einzelf� llen auch die Trennmethode mit Linearmesser / Linearmesser zugelassen.

Die anderen Trennverfahren finden bei unkritischen Leiterplatten weiterhin bei Bedarf Anwendung.


